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チップと基板の電気的および機械的接続は、フリップチップパッケージまたはウ
ェハレベルパッケージ（WLP）における重要な要素の一つです。

これらのバンプ接続には主として鉛フリーはんだが使用され、チップへの優れた
接着性、最小限の抵抗、また高い組立歩留りが必要とされます。これらのはんだ
バンプは、金属薄膜蒸着、メッキ、ボール搭載といった方法により形成されて
います。

Amkorは、電気メッキバンプと様々な種類のウェハレベル・チップスケール・
パッケージ（WLCSP）において、最先端の技術を複数の戦略的ロケーションで
提供いたします。当社の中国、韓国、ポルトガルおよび台湾のバンピングプロセ
スは、ウェハプローブ、組立およびファイナルテストと共に設置されており、
これらの重要なロケーションにおいてお客様に完全なターンキーフリップチッ
プ／WLCSPを提供します。さらに、これらの施設は主要なファウンドリに隣接
しており、包括的なロジスティクスにより製品化までの時間を短縮します。

Amkorのこれらの拠点は、ハイボリュームの生産能力を持つワールドクラスの
バンピングラインを備えています。200 mmおよび300 mmの鉛フリーはんだ
およびCuピラー（すべて低アルファ線量）において生産実績がございます。サ
ービスには以下の物が含まれます：フリップチップおよびウェハレベル・チップ
スケール・パッケージの再パッシベーション層形成、単層および複数層の再配線
プロセス。

メッキバンプ（はんだ／CuPバンプ）、WLCSP／ウェハレベル・ファンアウト
（WLFO）市場の成長によるスケールメリットを提供いたします。当社の技術と
量産キャパシティは後工程業界において比類なきものと自負しております。
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Amkorはお客様の将来的なニーズをサ
ポートするため、常に新しい技術開発
を推し進めています。 ウェハバンピン
グプロセスを最適化しコストを削減す
るために、継続的な改善が導入されて
います。Amkorの技術的リーダシップ
は、当社の1000を超える幅広いパッケ
ージポートフォリオのひとつとして、
フリップチップ技術を進化させていま
す。当社は新しいフリップチップ製品
を迅速に市場に投入するため、業界に
おけるリーディングカンパニーとパー
トナーシップを構築しています。また
様々なパッケージにわたり、フリップ
チップ接続を設計から量産へ移行させ
るビジョンを持っています。

	f 電気メッキはファインピッチバンピング
およびCuピラーに対応しています

	f より高性能の再パッシベーション材料お
よび低温キュア再パッシベーション

	f 薄型WLCSPおよび複数再配線層

	f WLFOで多様性を提供

	f WLCSPチップサイズ144 I/Oおよび0.3 
mmピッチ超をサポート

	f 自動車向けに対応



詳細についてはamkor.comにアクセスしていただくか、またはsales@amkor.com までメ
ールをお送りください。
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Related Processes/Services
ウェハバンピングとウェハレベル・チップスケール・パッ
ケージ（WLCSP）は、製造プロセスにおいて同様の基本
的ステップを使用します。WLCSPに取り組む中で、CSPnl

として知られる新たなウェハレベルテクノロジーを開発し
ました。

CSPnlはCuメッキ技術と高度なフォトポリマーを組み合わ
せて業界で最も堅牢なウェハレベルのソリューションを
生み出します。CSPnlは0.3 mmピッチまで対応可能であ
り、お客様の要件を満たす様々なはんだ量に対応します。

バンピングとWLP製造の両方に密接に関連するのが、バン
プまたはWLCSP製品をウェハから個別のチップへ単体化
する「チッププロセス」です。

チッププロセスは、一般的にバックグラインド、バックサ
イドコート、テスト、単体化、検査、テープ&リールおよ
びピック&プレイスで構成されます。Amkorは中国（C3）
、韓国（K5）、ポルトガル（E1）および台湾（T3/T6）
の各工場で、これらをサポートするフルターンキーサービ
スを提供いたします。

Bumping Process Specifics
AmkorのバンピングプロセスはWLCSPから大型チップの
フリップチップBGA（FCBGA）に至るまで多くのパッケ
ージサイズで生産実績があります。

すべての工場はISO／TS16949認定を受けています

ウェハサイズ 200 mm、300 mm

はんだ
組成

98.2 Sn/1.8 Ag
(低アルファ線対応可：
< 0.002 cts/hr/cm2),  

SnAgCu、SnにAg, Cuを添加

最小
パッドピッチ 50〜500+ μm

再パッシベーション
コーティング ポリイミド、PBO、低キュアポリマー

再配線
材料 Cuメッキ
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